弘光科技大學專利研發申請切結書

　　立切結書人為弘光科技大學　　　　　　　　(發明人姓名)，於任職期間所研發產出之技術「　　　　　　　　　　　」（以下簡稱本專利），同意以弘光科技大學名義申請專利，立切結書人爰聲明並保證如下：
一、立切結書人擔保本專利係任職於弘光科技大學期間，於職務上之研發成果，僅利用弘光科技大學資源自行研發，未利用立切結書人於其他單位服務期間之研發產出。
二、立切結書人保證其所提供之本專利申請資料正確無誤，並無任何冒充、抄襲、模仿、影射或違反智慧財產權及學術倫理等其他不實情形。
三、立切結書人同意遵守「弘光科技大學產學合作及研究成果獎勵暨管理辦法」，並配合弘光科技大學辦理一切專利申請、推廣運用及自行負擔維護費之必要程序。
	專利維護年期
	專利維護費用分攤比例
	最低維護年期

	美國
	台灣
或其他國家
	
	

	第一期
（1～3.5年）
	第 1～3 年
	依專利申請階段費用比例
	非政府計畫衍生

	第二期
（3.5～7.5年）
	第 4～6年
	本校50%
發明（創作）人50%
	政府計畫衍生

	第三期
（7.5～11.5年）
	第 7～9 年
	本校30%
發明（創作）人70%
	

	第四期
（11.5年）以上
	第 10 年以上
	發明（創作）人100%
	

	1.資助單位未同意終止維護前或發明(創作)人離職退休後，仍須依「弘光科技大學產學合作及研究成果獎勵暨管理辦法」繼續專利維護。
2.若本校發明(創作)人未盡義務繳納須負擔的專利費用，經專技委員會審查同意，可停權專利新案件申請。


四、非任職於弘光科技大學擔任共同發明人，已充分瞭解上述一至三點，並同意遵守「弘光科技大學專利研發申請切結書內容」。
立切結書人聲明若有違反上述任一點，導致弘光科技大學產生相關額外費用支出或遭致第三人求償，立切結書人同意自行負擔及賠償弘光科技大學包括但不限於前述費用等之一切損失，倘有冒充、抄襲、模仿、影射或違反智慧財產權及學術倫理等其他不實情形，願受法律責任。
※立切結書人
	發明人
	戶籍地址
	身分證字號
	親簽

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


※發明人簽署欄位不足請自行增列，所有專利申請案皆需簽署本切結書。
中　華　民　國　　　年　　　月　　　日
FM-10895-014
表單修訂日期：115.09.09
保存期限：5年
